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Abstract 
The applicability of the transient hot-wire method to solid -liquid mixtures has been tested by experiments and by 
numerical analyses. The thermal conductivities were measured for mixtures of glass beads and ethyl alcohol. The 
measured thermal conductivities were compared with the data obtained by the standard steady flat-plate method. 
The thermal conductivity of the mixture obtained by the hot-wire method was found to deviate from those obtained 
by the steady flat-plate method with the increase in diameter of solid particles. A simple two-dimensional model of 
the mixtures has also been numerically analyzed in order to explain the measured results. In the numerical calcula 
tions of the wire temperature. the thermal conductivity is found to depend greatly on the void ratio of the mixture 
within the thermal penetration depth. In the mixture of large particle size. the local void ratio near the wire is diffe 
rent from that of the entire mixture. Accordingly. the use of the hot-wire method should be limited to solid-liquid 




て，液体の熱伝導率の測定に広く用いられている 14)O この方法の利点には， 1)試験部の構造が
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AT=dγ[ ln(弓~)-γ+ずτ-与上すぎτ jln (弓~)-y f ..] 
(1) 
ここで kは流体と細線の熱容量比， け土半径方向の距離， αは流体の温度伝導率 Aは流体













すいと考えたからである O 用いたガラス玉の直径は，表 1に示しで






























とガラス玉直径の関係を示したものである O この実験では，混合物質の空隙率 Eはどの試料 (No.l

































り，厚さが 3mm，熱伝導率が0.263W /(mK) 
のベークライト板である O 下の平板は，厚さ
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(3) 
ここで IB :ベークライト板の厚さ(二 3mm)， 

























Temperature 20 "c 



















て計算する。細線(半径九)および、試料の初期温度 Tiである O 時間 rがゼロの瞬間から，細線
が一定の熱量 qを発生するものとする O 簡単のため，試料の物性値は一定と仮定する。試料の温
度は，r>δの領域では初期温度 T，のままであり ，ro < r <δの部分では半径距離 rの二次式で
表わされると仮定する。この温度分布は，次の境界条件を満足しなければならない。
r = rυ al z : q=← 2πμ(等)，= (4) 
r-rυ 
r=δ， al z : δT Tニ T; 一てrすTー ニ O (5) 
この条件を満足するように係数を決定すると，温度分布はつぎのようになる O





士山 ρ7刊 T卜-ro A (与しυ (7) 
(δ -ro) 2 [(δ 一九)十 4rol二 24αroτ
温度分布式(7)を上式に代入し，初期条件 :τ=0でδ==-ro，を用いて積分すると次式が得られる。
(8) 
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???? ??r < 0 初期条件:
境界条件:
(12) δT ハa Z r all z二 0，
日功a T ハaz r al z=])p/2， 
以下の方程式で記述される O
十 1 a (、 ra~T m ) -一一一 1r ar ¥" m' a r } 
混合物質の温度変化 Tmは，
n aTm a I、 θTm ¥ c_ l' 一一一一一一=一一一一 IA 一一一一一一 i
m'm δr az ¥"'az } 
? ??
ここで，添字 mは混合物質の値を表わす。
(15) Tm = T， r < 0 初期条件:
境界条件: 仕。aTm ハ





r . all z二 ])/>/2，
(18) z al r二二 r()・
通常の陽的な差分法を用いた数値計算によって解くことができる O 半径おこれらの方程式は，
よぴ軸方向のきざみ幅をムyエム z= 20 p. mとした場合には，計算の安定条件を満たすために時
聞のきざみ幅としてム T 二 5X 106 S以下の値が必要であった。各格子点における熱伝導率の値





(mK)， cρ=1.9X 10勺/(m3K)の均質な物質にたいする解析解と数値解の比較を示しである O
凶より，
液体の値 (0.168(同体)ガラスこの場合，凶10に示してある。



































A. =0.54 W/(mK) 





0.8 一一一-Eq. (J) 



















表-2 d t. T / d (lnqの計算値
( e =0.2146) に比較しでかなり大きな値を示す。一般




































































































































(2) 細線加熱法では，固体の熱伝導率(A s)が液体の値(A L) よりも大きい場合，混合物質の
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